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국산화율 0% 반도체 구리 도금액,
소재 자립 선봉에 서다

대한민국은 세계 1위의 메모리 반도체 제조 강국이다. 하지만 반도체 도금 소재의 경우, 100% 수입에 의존하고 
있다. 국내 최초 구리 도금액의 소재 자립을 위해 한국생산기술연구원(이하 생기원) 친환경열표면처리연구부문 
이민형 수석연구원이 기술개발의 선봉에 섰다.

반도체는 작은 소재들이 모두 모였을 때 그 기능을 발휘할 수 있다. 이 과정에서 빠질 수 없는 소재 중 하나가 
바로 ‘구리 도금액’이다. 이 소재는 반도체 칩과 PCB 기판을 접합하거나 칩과 칩을 연결할 때 꼭 필요한 ‘범프
(Bump) 공정’에서 주로 활용된다.

그런데 반도체 도금액 시장은 일본 및 미국 기업이 전 세계 시장의 90% 이상을 점유하고 있는 실정이라,
국내에서는 전량 수입에 의존해왔다. 그러던 2019년, 일본은 우리나라를 상대로 수출규제를 시행했고, 이는
작은 소재 하나하나가 국가기간산업을 뒤흔드는 무기가 될 수 있다는 걸 깨닫는 계기가 되었다. 이에 반도체
분야에서 깊은 연구를 수행해왔던 이민형 수석연구원이 소재 자립을 위해 도금액 국산화에 나섰다.
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반도체 공정에서는 칩을 PCB 기판 또는 다른 칩과 연결하는 작업을 ‘범프’ 공정이라고 부른다. 이 과정에서 범프의 
형상을 균일하게 하고 칩과 접촉하는 상단부를 편평하게 만들기 위해선 도금액의 성능이 중요하다. 만약 범프
형상이 평탄하지 못한 경우, 전류가 제대로 흐르지 않게 되고 이는 반도체 불량으로 이어진다. 불량 최소화와
수율 향상을 위해 ‘고평탄 도금액’이 필요한 이유다.

이렇게 개발한 고성능 구리 도금액은 2020년 12월 국내 전자소재 전문 기업에 기술 이전됐고 제품 출시까지
원활하게 이어졌다. 하지만 그의 연구는 끝날 때까지 끝난 것이 아니었다. 반도체 대기업 생산공정에 실제 활용
하기 위한 평가 작업을 수개월째 병행 중이다. 현재 해당 대기업으로부터 12인치 대형 웨이퍼 제조 및 차세대
반도체 제품에서 필요로 하는 도금 특성을 모두 만족시킨다는 긍정적인 피드백을 받고 있다.

지금까지 반도체용 구리 도금액의 국산화 전례는 없었다. 이번 성과는 R&D 시작부터 실험실 수준이 아닌, ‘양산’을 
전제로 모든 도금 조건과 변수를 고려해 개발됐기 때문에 가능한 일이었다. 하지만 그는 아직 숙제가 하나 더
남아 있다고 말한다.

“바로 도금액 양산의 핵심인 반도체용 도금 장비 개발입니다. 도금액의 공정 적용 평가가 잘 마무리되어 소재
자립이 먼저 이루어진다면, 이 역시 수년 내 가능하리라 예상합니다. 국산화의 최종 단계인 거죠.”

세계 시장에서 대한민국 도금액이 글로벌 일류 제품으로 우뚝 서는 그날까지 이민형 수석연구원의 연구개발은 
끊이지 않을 것이다. 소재 자립 선봉에 선 그의 활약상을 더욱 기대해본다.
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우수 R&D 성과




